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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA062-10-03AA �Klebungen  in elektronischen Anwendun-
gen�  im DIN-Normenausschuss Materialprufung  (NMP) erarbeitet.  

Es wird auf  die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beruhren kon-
nen.  DIN ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle  diesbezuglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 
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